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1. 緒言 

3ω 法は薄膜の熱伝導率測定に有効とされる

手法である．導電性薄膜の測定に必要な絶縁膜

には一般的には SiO2 膜が用いられるが，SiO2

膜の成膜には大型の設備を使用しての長時間

成膜が必要となる．そこで本研究では，成膜が

簡便な Polyimide薄膜をスピンコート法で作製

し，3ω 法による熱伝導率測定を実施すること

で Polyimide 絶縁膜の有効性を評価する．同時

に界面熱抵抗も評価する． 

2. 実験方法 

RF マグネトロンスパッタリング法を用いて，

Al2O3基板上に Bi2Te3薄膜を成膜した．その後，

薄膜上にスピンコート法によって Polyimide膜

を成膜した試料をそれぞれ作製し，3ω 法によ

って熱伝導率を測定した．比較のために，スパ

ッタ法による SiO2 膜を絶縁膜にした試料も作

製した．  

Bi2Te3 薄膜は膜厚を変化させて熱伝導率を

測定した．測定した熱伝導率から熱抵抗を算出

し，膜厚に対してプロットすることで界面熱抵

抗を評価した． 

3. 実験結果 

Fig. 1に，Bi2Te3上に Polyimide 膜を成膜した 

試料の断面 SEM写真を示す．Polyimide膜は 

約 500 nmで成膜され，絶縁性を示した． 

 Fig. 2に，絶縁膜に Polyimide，または SiO2を 

用いた試料に高周波電流を印加した時の温度 

上昇量を示す．また，図中に金属細線の光学顕 

微鏡写真を示す．図より，Polyimide での熱伝 

導率測定は可能であることを示唆している． 

本発表では，測定した熱伝導率から算出した 

界面熱抵抗の評価に加え，Bi2Te3薄膜の熱電 

特性や構造特性について報告する． 

Fig. 2 Temperature amplitude as a 

function of applied frequency 

Fig. 1 SEM image showing the cross-sectional 

morphology of polyimide film 
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